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Abstract (en)
The disc (1) has roof sides (3a,3b) including grinding layers, where straight and convex surface contour areas (13,15) of a chipping tool (11) with
one of the roof sides and concave surface contour area (21) of the chipping tool with other roof side are ground. The disc is designed as a dual cone
disc, where a rotation axis coincides with a cone axis. The roof sides are formed respectively on a plane, which is in an angle lesser than ninety
degrees. An independent claim is also included for a method for grinding a chipping tool.

Abstract (de)
Bei der Schleifscheibe (1) zum Schleifen von Zerspanungswerkzeugen bzw. bei einer derartige Schleifscheiben verwendenden
Werkzeugschleifmaschine ist der Umfang der Schleifscheibe (1) als umlaufenden First (5) mit auf ihn zusammenlaufenden, je einen Schleifbelag
(7a, 7b) aufweisenden Dachseiten (3a, 3b) ausgebildet (=Doppelkonusscheibe). Konkave Radien eines Oberflächenkonturbereichs (14) des
Zerspanungswerkzeugs sind mit dem First (5) und/oder jeweils einer der Dachseiten (3a, 3b) sowie alle konvexen Konturbereiche mit jeweils einer
der beiden Dachseiten (3a, 3b) schleifbar. Ein Abrichtschleifen einer derartigen Schleifscheibe (1) ist bereits auf der zum Schleifen des Werkzeugs
verwendeten Werkzeugmaschine möglich. Eine Schleifmaschine mit einer derartigen Doppelkonusscheibe ergibt eine gute Werkstückzugänglichkeit,
keine Probleme mit Spannmitteln und kleine Maschinenwege. Die Bestückung der Maschine mit mehreren Scheiben (z.B. grobkörnige fürs
Schruppen und feinkörnige fürs Schlichten) ist kollisionsfrei möglich.
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